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(54) Hochspannungsdurchführung mit minimierten Temperaturgradienten

(57) Um eine Hochspannungsdurchführung (1) mit
einem elektrisch isolierenden Isolierkörper (2), der sich
in einer Längsrichtung erstreckt, einem sich durch den
Isolierkörper (2) hindurch erstreckenden Hochspan-
nungsleiter (3) und einem an den Isolierkörper (2) ange-
brachten Befestigungsflansch (7) zur Montage der Hoch-
spannungsdurchführung (1), bereitzustellen, die im Nor-

malbetrieb einen geringen Temperaturgradienten auf-
weist und gleichzeitig leicht und kostengünstig ist, wird
vorgeschlagen, dass der Hochspannungsleiter (3) zu-
mindest teilweise rohrförmig ausgebildet ist und einen
gasdichten Leiterhohlraum begrenzt, der mit einer ver-
dampfbaren Kühlflüssigkeit befüllt ist.
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